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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ５０１９《以云母为基的绝缘材料》分为以下几部分：

———第１部分：定义和一般要求；

———第２部分：试验方法；

———第３部分：换向器隔板和材料；

———第４部分：云母纸；

———第５部分：电热设备用云母板；

———第６部分：聚酯薄膜补强Ｂ阶环氧树脂粘合云母带；

———第７部分：真空压力浸渍（ＶＰＩ）用玻璃布及薄膜补强环氧树脂粘合云母带；

———第８部分：玻璃布补强Ｂ阶环氧树脂粘合云母带；

———第９部分：单根导线包绕用环氧树脂粘合聚酯薄膜云母带；

———第１０部分：耐火安全电缆用云母带；

———第１１部分：塑型云母板。

本部分为ＧＢ／Ｔ５０１９的第２部分。

本部分修改采用ＩＥＣ６０３７１２：２００４《以云母为基的绝缘材料　第２部分：试验方法》（英文版）。

本部分根据ＩＥＣ６０３７１２：２００４重新起草。在附录 Ａ中列出了本部分章条编号与ＩＥＣ６０３７１２：

２００４章条编号的对照一览表。

考虑到我国国情，在采用ＩＥＣ６０３７１２：２００４时，本部分做了一些修改。在附录Ｂ中列出了这些技

术性差异及其原因的一览表以供参考。

本部分代替ＧＢ／Ｔ５０１９—２００２《以云母为基的绝缘材料　试验方法》。

本部分与ＧＢ／Ｔ５０１９—２００２相比主要变化如下：增加了“加热减量”、“柔软性”、“边缘弯曲度”、

“起层率”、“可塑性”、“体积电阻率”、“高温绝缘电阻”。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ均为资料性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国绝缘材料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５１）归口。

本部分起草单位：桂林电器科学研究所。

本部分主要起草人：王先锋。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ５０１９—１９８５、ＧＢ／Ｔ５０１９—２００２。
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以云母为基的绝缘材料

第２部分：试验方法

１　范围

ＧＢ／Ｔ５０１９的本部分规定了粘合云母材料、以粘合云母材料为基的产品及云母纸的试验方法。

本部分适用于有关电气设备用、由粘合云母或云母纸、带或不带补强材料粘合而成的绝缘材料，并

适用于云母纸。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ５０１９的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１０３３．１—２００８　塑料　非泡沫塑料密度的测定　第１部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

（ＩＳＯ１１８３１：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４０８．１—２００６　绝缘材料电气强度试验方法　第１部分：工频下试验（ＩＥＣ６０２４３１：１９８８，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４０９—２００６　测量电气绝缘材料在工频、音频、高频（包括米波波长在内）下电容率和介质损

耗因数的推荐方法（ＩＥＣ６０２５０：１９６９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１４１０—２００６　固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法 （ＩＥＣ６００９３：１９８０，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９３４１—２００８　塑料　弯曲性能的测定（ＩＳＯ１７８：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１１０２６．１—２００３　电气绝缘材料　耐热性　第１部分：老化程序和试验结果的评定

（ＩＥＣ６０２１６１：２００１，ＩＤＴ）　

ＧＢ／Ｔ１１０２６．２—２０００　确定电气绝缘材料耐热性的导则　第２部分：试验判断标准的选择

（ＩＥＣ６０２１６２：１９９０，ＩＤＴ）　

ＧＢ／Ｔ１１０２６．３—２００６　 电气绝缘材料耐热性 　 第 ３ 部分：计算耐热性特征参数的规程

（ＩＥＣ６０２１６３：２００２，ＩＤＴ）　

ＧＢ／Ｔ１１０２６．４—１９９９　确定电气绝缘材料耐热性的导则　第４部分：老化烘箱　单室烘箱

（ＩＥＣ６０２１６４１：１９９０，ＩＤＴ）　

ＩＳＯ６７：１９８１　白云母块、片和薄片　按尺寸分级

３　对试验的一般要求

除另有规定外，取下的试样应在温度２３℃±２℃和相对湿度５０％±５％下处理２４ｈ。试验可在

１５℃～３５℃的温度下进行。有争议时，试验应在温度２３℃±２℃和相对湿度５０％±５％的条件下

进行。

４　可固化材料的试样制备

４．１　一般说明

按下述方法制备试样，该方法只适用于可固化材料。
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